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公司簡介 

頎邦科技公司成立於 1997 年 7 月，為利基型的半導體封裝與測試服務供應商，

主要業務為提供顯示器驅動 IC 後段封裝及測試代工服務，其中驅動 IC 封裝包括

前段之金凸塊製程與後段之 TCP 及 COG 封裝，及覆晶封裝並包括前段之錫鉛凸

塊製作。 

2010 年合併案後，在金凸塊、Wafer test、COF、COG 的產能為全球第一大，目

前為全球第一大驅動 IC 封裝公司。 

營業項目 

◎◎◎◎營業項目營業項目營業項目營業項目 

(1) 金屬凸塊(Wafer Bumping Service) 

(2) 金凸塊(Gold Bump) 

(3) 錫鉛凸塊(Solder Bump) 

(4) 捲帶式軟板封裝(TCP) 

(5) 捲帶式薄膜覆晶(COF，Chip on Film) 

(6) 覆晶(Flip Chip) 

(7) 玻璃覆晶封裝(COG，Chip on Glass) 

◎◎◎◎產品營收比重分別為產品營收比重分別為產品營收比重分別為產品營收比重分別為：：：： 

8 吋金凸塊約佔 29%、12 吋金凸塊約 12%、晶圓測試約佔 1 成，COF(捲帶式覆

晶薄膜封裝)約佔 22%、COG(玻璃覆晶封裝)約佔 10%、Tape(COF 載板)約佔

16%。COF 因可重封，其主要應用於大尺寸面板，COG 則多用在小尺寸面板。 

◎◎◎◎以應用分以應用分以應用分以應用分：：：： 

TV 佔約 45%、手機佔約 25%、平板電腦佔約 10、PC 及 NB 佔約 25%。 

資資資資 本本本本 額額額額 65 億元 年營業額年營業額年營業額年營業額 204 億元 員工人數員工人數員工人數員工人數 6,000 人(台灣) 

 

  

 


